
Global  ESH  Leading  Company

반도체업계기후변화협약대응

삼성전자㈜

반도체총괄



Global  ESH  Leading  Company

목 차

Ⅰ. 반도체 산업 소개

Ⅱ. 세계반도체협회 대응동향

Ⅲ. 국내 반도체 영향

Ⅳ. 국내 반도체 대응
(PFC, 에너지, SYSTEM)

Ⅴ. 맺음말

1/19



Global  ESH  Leading  Company

’04년 업계 최고성장 기록

(전년 대비 49% 성장)

반도체 업계 세계 2위(시장 점유율 7%)

주요사업 : Memory, System-LSI

스토리지, OMS

반도체 총괄

반반도체총괄도체총괄
30.7%30.7%생활가전총괄생활가전총괄

5.75.7%%

정보통신총괄정보통신총괄
33.4%33.4%

LCDLCD총괄총괄
15.4%15.4%

디지털미디어디지털미디어
총괄총괄 14.0% 14.0% 

매 출 :  43조 7천8백억원
(’04년 1~3Q기준)

종업원 :  99,700명

사업장 :  46 개국 90개 거점

삼성전자

SRAM
26.9%

LDI
18.8%

Flash
memory

21%

DRAM 
29%

No.1
제품

Ⅰ. 반도체 산업 소개

삼성전자 현황
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타이밍 산업

1~2 년 사이에 신제품의 가격이 1/5이하로 떨어짐

적기 투자,조기개발의 타이밍이 사업성패의 관건
※삼성전자 약 1개 라인/년 증설 온실가스 배출 총량 지속적 증가

투자집약 산업

12” 1개 라인 투자비용 : 약 3조

첨단기술 집약산업

기초과학에서 생산기술까지 첨단기술이 고도로 집약
(삼성전자 반도체총괄 26,000명 중 박사 730명, 석사 2,200명, 연구인력 총 8,000명)

고청정 산업

반도체 제조과정의 먼지는 치명적 요소
※ 1 ft3 내 0.1μ 이하의 먼지 1개 이내로 관리

반도체 산업의 특성

Ⅰ. 반도체 산업 소개
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Ⅰ. 반도체 산업 소개

반도체 제조공정(FAB)

PHOTO

이온주입Diffusion

산화

조립
공정

Dry Etch

박막공정
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반도체 온실가스

PFC
(SF6포함)

전력

LNG

건물/시설

보일러

제조시설
54%

43%

3%

반도체
온실가스 종류

용도
온실가스
점유율

• PFC/SF6 국내 점유율
(2.7%)
반도체 점유율(20%)
※ 2001년 기준

• 전력국내 사용량 중
반도체 점유율(2%)
※ 2003년 기준

Ⅰ. 반도체 산업 소개
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[세계반도체협의회]

[조정위원회(Joint Steering Committee)]

[환경안전 Task Force]

[기술 Working Group]

WSC

JSTC

Chemical EnergyPFC

세계반도체협의회(World Semiconductor Council) 주요활동

ESH TF

정량Target

회 원 : ESIA(유럽), JSIA(일본), KSIA(한국), SIA(미국), TSIA (대만)
※ KSIA : 4개사(삼성전자, 하이닉스반도체, 아남반도체, 페어차일드)

WSC 환경안전 회의 : ESH TF 2회/년 , ESH Conference 1회/년 실시

KSIA 환경안전 회의 : 1회/분기

목 적 : 반도체업계 상호 협력 증진, 건전한 성장 촉진을 위한 국제협력 증대

Ⅱ. 세계반도체협회 대응동향
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추진배경 :  온난화 지수가 높은 PFC에 대한

반도체 업계의 자발적인 선행 대응을 통한 지속가능한 성장

Target : 2010년까지 기준년도 대비 PFC 10% 감축

※ 기준년도 : 미국, 일본, 유럽(1995년),  한국(1997년), 대만(1998년)

대상GAS :  CF4등 7개

WSC PFC 감축 자발적 협약(‘99.04)

8,000

6,500 7,000
8,700 9,200

11,700

23,900

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

CF4 C3F8 C4F8 C2F6 CHF3 SF6 NF3

(지구온난화지수) • NF3는 교토의정서
감축대상 온실가스
아님

반도체 업계
선행대응을 위해
감축대상 온실가스
에 포함시킴

Ⅱ. 세계반도체협회 대응동향
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PFC 현황
Roadmap

주요활동

-. ESH Conference를 통해 국가별 PFC 개선사례 공유 (15건/년)

-. ESH TF를 통해 국가별 배출량,감축실적, 감축기술 공유

0
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Year

M
M

TC
E

Actual emissions

Roadmap

Target  

16% 성장고려
PFC 배출량

’01년부터
총량 감소

Ⅱ. 세계반도체협회 대응동향
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전력 현황
Target : WSC ESH TF에서 정량적 목표 협의 중

배출현황

• 반도체 생산량 증가

전력 총량 증가

원단위 감소

주요활동

-. ESH Conference를 통해 국가별 에너지 개선사례 공유(10건/년)

-. 장비 Maker에게 에너지 절약을 고려한 설비 설계/제작 요청

(장비 비가동 중 에너지 사용 효율화)

WSC 전력 사용량

0

10

20

30

40

'01년 '02년 '03년
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

사용량

원단위

(KwH/cm² Silicon)(TwH)

Ⅱ. 세계반도체협회 대응동향
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Ⅲ. 국내 반도체 영향

생산량/온실가스 배출량 증가
에너지 획기적 감축수단 없음

관리 System 미흡(인벤토리 등)
감축 적극성 부족 (장기 목표 부재) 

12” Wafer FAB 선행 적용
(8” 대비 에너지,PFC 70% 감소)

선행대응으로
PFC 감축기술 확보

값싼 CO2 Credits 상실
(EU,일본 등 선진기업 선점)

온실가스 감축 투자비용 증가
(PFC 처리시설 등)

1차 감축의무 대상국에 비해
2010년까지 경쟁력 우위요인
작용(에너지 부문)

강점(Strength) 약점(Weakness)

기회(Opportunity) 위협(Threat)

국 내
반도체

국내 반도체 업계 영향 및 문제점
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PFC 배출현황
Ⅳ. 국내 반도체 대응

감축활동
1) 온난화 영향이 적은 대체 가스적용(CF4,C2F6 C3F8 , NF3 F2) 

2) PFC 처리기술 개발 및 적용(Plasma Type, Burn Type 90% 처리)

3) 공정최적화(사용량 저감활동, 사용효율 증대)

배출현황

• 반도체 생산량 증가

PFC 감축활동으로
총량 현상 유지

원단위 감소

KSIA PFC 배출량

0
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CF4, C2F6

PFC 감축활동(대체 GAS 적용, 삼성반도체 기준)

C3F8
NF3 F2

2단계 (F2 기술 개발)

온실가스 배출량 ‘O’화

1단계(CF4,C2F6 C3F8,NF3)

온실가스 50% 감소(12만TC 감축)

현
재

향
후

(Non-PFC)

0%

25%

50%

75%

100%

'00년 '01년 '02년 '03년
CF4 C2F6 C3F8 NF3 SF6 C4F8 CHF3

PFC 공정내 미분해율

80% 40% 20%70%

Ⅳ. 국내 반도체 대응
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PFC 감축활동(처리시설 적용, 삼성반도체 기준)

반도체
제조공정

미분해된 PFC
온난화 유발미처리

PFC Burn 처리
(효율:90%)

PFC Plasma 처리
(효율:90%)

신규라인 적용

CVD공정(C2F6,C3F8,NF3)

배출량 90% 감소(15만TC 감축)

현 재 향 후
기존라인확대 적용

Dry Etch 확대 적용(SF6 등)

배출량 90% 감소

Ⅳ. 국내 반도체 대응
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0.0

5.0

10.0

'00년 '01년 '02년 '03년
1.2

1.6

2.0

총량

원단위

에너지 사용 현황

감축활동

- 에너지 자발적 협약(VA)를 통한 감축 활동

- Utility설비 에너지 사용 최적화 활동(폐열 회수, 시설 효율 개선)

배출현황

• 반도체 생산량 증가
전력 사용량 증가

KSIA 전력 배출량

전력사용분포

FAB설비(60%) UT공급(40%)

※ 감축 한계성

• FAB설비는 대기/작동모드가
동일한 에너지 사용됨

• 획기적 감축수단 없음

(TwH) (KwH/ cm² Silicon)

Ⅳ. 국내 반도체 대응
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에너지 사용량 감축(삼성반도체 기준)

Catch CO2 활동

- 2010년까지 ’01년 기준 원단위 30%감축

에너지 자발적 협약(’02~06년)
- 전문기관 에너지 진단(1회/년)

- UT공급 SITE 개선활동 진행

(년 배출량의 4%, 80억원 절감)

현 재 향 후

Catch CO2 활동 지속 전개

에너지 자발적 협약이행
-06년까지 ’01년 기준 8% 감축

FAB설비 에너지 절감 추진
(신규 FAB설비 절전 설계 반영)

2002년 에너지절약
대통령표창(단체)

• 경제성을 고려한 에너지 개선투자 및 관리System 구축 지속 진행

Ⅳ. 국내 반도체 대응
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개선효과

9억원/년,   2,500 TOE 절감

에너지 사용량 감축 (삼성반도체 기준)
개선전 개선후

보일러
(배기가스 230℃)

냉동기 냉각수
(냉각수 29℃)

LNG 사용

보일러
급수

DI원수

FAB
공기

폐열 폐기 폐열 재이용

활용 가능한
에너지 폐기

• 보일러 급수 : LNG 폐열 활용
(효과 : 온도 40℃ 상승)

• DI원수 급수 : LNG 폐열 활용
(효과 :온도 2℃ 상승)

• FAB공급 공기 : LNG 폐열 활용
(효과 : 온도 4℃ 상승)

100℃

23℃

Ⅳ. 국내 반도체 대응
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0.71,412
* RS/RT-Line 증설시 회전기기

Inverter설비도입 적용(10대).

신규라인 회전기기

Inverter 설비도입

8.015,924-합 계

1.33,292
저효율 냉각탑 교체

로 전력 절감

3.76,672
신규라인 FFU 

고효율 전동기 적용

2.34,548
저효율 냉동기

교체로 전력절감

절감금액
(억원)

전력 절감량
(Mwh)

개 선 내 용개 선 안

에너지 사용량 감축 (삼성반도체 기준)

저효율 냉동기

9대 교체

전동기 Type변경

(단상 → 삼상)

2,380대 교체

저효율 냉각탑
교체(2 UNIT)

Ⅳ. 국내 반도체 대응
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SYSTEM 대응(삼성반도체 기준)

사내레지스트리

등록

국가 레지스트리

등록

국가레지스트리
등록기준만족

배출권
거래

CO2감축
Credit확보

선행 감축실적 확보

-.현재 : 국가 레지스트리 시범사업 참여, 에너지 감축실적 등록관리

-.향후 : 사내 레지스트리 제도 도입(PFC, 에너지 감축실적 체계적 관리)

배출량 공개 대응

-.현재 : PFC(7종), 에너지(전력,LNG) 국내 배출량 관리

-.향후 : 해외사업장 배출량 및사업장내 운송 배출량 등 추가 관리

PFC 감축부문 CDM 사업 검토

Ⅳ. 국내 반도체 대응
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반도체업계는 PFC 감축 선행 대응으로 선진국과 동일한 수준의 감축기술을 보유하고

있으며, PFC 감축Target을 달성할 수 있음.

-.PFC 처리시설 투자에 대한 정부차원의 세제혜택 지원 필요

-.세계반도체협회 자발적 감축대상 온실가스인 NF3의 Early Action에 대한 정책적인

고려(국가 레지스트리 대상GAS 포함 등)가 필요함

반도체업계는 전력의 자발적인 감축 노력으로 매년 배출량의 4%를 감축하고 있지만,

지속적인 성장에 따른 전력 사용량은 약10%/년 증가하고 있음.

-.향후 업계별 정책(온실가스 감축Target 설정 또는 탄소세 도입 등) 결정시 반도체의

특성을 감안할 필요성 있음.

-.국내 전력의 탄소환산계수 감소을 위한 정부차원의 적극적인 대책 필요.

(발전소 CO2 저감시설 적용, 대체 에너지 활성화)

반도체업계의 체계적인 온실가스 관리기반 구축을 위한 정부차원의 체계적인 지원이

요구됨(CDM사업, 인벤토리 구축 등에 대한 교육 및 컨설팅)

Ⅴ. 맺음말
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